
在高堆叠层数的伺服器和通讯
为您带来前所未有的制程优势

主板制造中，选择合适的电镀添加剂至关重要。

将能有效降低电镀铜厚需求，实现产品良率、成本与品质的三重提升。

脉冲电镀

产品优势

应用领域

厚板高层数

高速伺服器及通讯伺服器主板

均匀的孔内铜厚分布

孔内铜厚均匀

细致电镀晶格

足迹

高速脉冲电镀系统

高效生产 : 支持高电流密度操作同时维持出色的通孔贯孔能力，让生产更高效。

精准均匀 : 铜厚分布均匀缩小不同孔径之间的铜厚差异，杜绝孔内偏边问题。


